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(54) Title: SMART CARD, CONNECTION ARRANGEMENT AND METHOD OF PRODUCING A SMART CARD 

(54) Bezeiclinung: CHIPKARTE, VERBINDUNGSANORDNUNO UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER CMPKARTE 

(57) Abstract 

The invention concerns a smart card, a connection arrangement and a method of producing a smart card, a semiconductor chip located 
on a module being Inserted into a recess (24) in a card carrier so as to be connected electrically and mechanically. According to a first 
feature of the invention, during the milling-out of the recess, a contact bump secUon is exposed (22, 23) such that a reliable connection is 
provided between the module and induction or antenna coil (1 1). According to a second and third feature, the required electrical contacts 
are produced by soldering and the required mechanical contacts are produced by heat-sealing or fusion adhesives. Ftutheimore. the adhesive 
is provided with conductive particles and is compressed when the connection is made, such diat the necessary electrical contact is brought 
about. According to a fourth feature, a special reinforcement frame comprising Insulating sections is provided. The reinforcement frame 
IS used to increase mechanical stability and absorb torsion forces and stresses which can occur when die card is used. At the same time, 
the reinforcement frame pennits easy contact with strip conductors inside the card, e.g. for inductive elements which form an antenna for 
contacUess data-transmission. 



(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte, einc Verbindungsanordnung sowie ein Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei ein 
auf emem Modul befindlicher Hableiterchip in eine Ausnehmung (24) eines Kartentrflgers unter Erhalt einer elektrischen und mechanischen 
Verbindung eingesctzt wird. GemftB einem ersten Aspekt wird bei dem Ausfrftsen der Ausnehmung ein Abschnitt von Kontaktbumps 
ireigelcgt (22, 23), die eine sicheie Vcrt>!ndung zwischen Modul und Induktions- oder Antennenspule (11) ermOglichen. CSemaB einem 
zwciten und drittcn Aspekt werden notwendigc elektrische Kontakte durch L6ten und mechanischc Kontaktc durch HeiB- oder Schmelzkleber 
reahsiert. Darflber hinaus wnd vorgeschlagen. den Kleber mit leitfahigen Partikeb lu versehen. wobei der Kiebstoff bei der Verbindung 
rnitcr toick komprimiert wird. so da6 sich ein gewtlnschlcr elektrischer Kontakt ausbildct. GcmflB einem vierten Aspekt wird ein spezieller 
Verstciftingsrahmen vorgeschen. welcher isolicrende Abschnltte aufweist. Der Versteifungsrahmen dient der EihOhung der mechanischen 
Stabilitflt und zur Aufhahme von Verwindungskrflftcn und Spannungen, die beim Einsatz der Karte entstehen kOnnen. Gleichzeltig emidglicht 
der Versteiftingsrahmen in einfachcr Weisc eine Kontaktiemng zu im Inneren der Karte bcfindlichen Leitbahnen, z.B. fOr induktive Elemente. 
die eine Antenne zur kontaktlosen DatenQbertragung bilden. 



LEDIGUCH ZUR INFORMATION 



Codes zur IdcnUfizicnmg von PCT-Vcmagsstaatcn auf den KopfbOgcn der Schriften, die intemationalc 
Anmeldungen gem&ss dem PCT verfiffentlichen. 



AM 


Anxicnicn 


GB 


Veitmigtet KOnigreidi 


AT 


OiteiTcich 


GE 


Gcorgkn 


AU 


Awtnlien 


GN 


Guinea 


BB 




GR 


Griechenland 


BE 


Belgien 


HU 


Ungara 


BP 


Biirfcuu Paso 


IE 


IrUuKl 


BG 


Bulganen 


IT 


Italien 


BJ 


Benin 


JP 




BR 


^-asilien 


KE 


Kenya 


BY 


' anu 


KG 


Kiigisittan 


CA 


KlAMto 


KP 


Demokntiiche Volktiepublik Kocea 


CF 


Zeotnle Afrikinische Republik 


KR 


Repabbic Korea 


CG 


Kongo 


KZ 


Kasachttan 


CH 


Sdiwetz 


U 


Ueditemtetn 


CI 


Cdce divoife 


LK 


Sri Lanka 


CM 


Kamenin 


LR 


Liberia 


CN 


China 


LK 


LfUuen 


CS 


Tichechoilowikci 


IX) 


Luxembuig 


C£ 


Tkchechitche Rcpublik 


LV 


Lettland 


DE 


Deutschland 


MC 


Monaco 


DK 


DInmark 


MD 


RepublBc Moldau 


BE 


BstUnd 


MG 


Madagukar 


BS 


Sptniea 


ML 


Mali 


n 


Finnlind 


MN 


Mongotei 


FR 


Prankreich 


MR 


Maitretanien 


GA 


Gibon 


MW 


MaUwi 



MX 

NB 

NL 

NO 

HZ 

PL 

FT 

RO 

RU 

SD 

SB 

96 

SI 

SK 

SN 

sz 

TD 
TG 
TJ 
TT 
UA 
UG 
US 

uz 

VN 



Mexiko 
Niger 

Nicderiande 



Sodan 

Schweden 

Singapnr 

Slowenieo 

Slowakei 



Swaaitand 

Tichad 

Togo 



lYfaiklad imd Tobago 

Ukraine 

Uganda 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Uabeklstan 

Vietnam 



wo 97/34247 



PCT/EP97/01256 



Chipkarte, Verbindungsandrdniing und Verfahren zum Herstellen 

einer Chipkarte 



BeschreibunQ 

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte, eine Verbindungsanord- 
nung und ein Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei 
ein auf einem Modul befindlicher Halbleiterchip in einer Aus- 
nehmung eines KartentrAgers unter Erhalt einer elektrischen 
und mechanischen Verbindung eingesetzt wird, 

Chipkarten fiir die kontaktbehaf tete, aber auch kontaktlose, 
d.h. induktive DatenQbertragung weisen einen mit dem Karten- 
korper verbunden Chipkarten-Modul auf, der einen auf einem 
Kunststof f trSger befindlichen Halbleiterchip umfaSt, welcher 
bei kontaktbehaf teten Karten mit einem galvanisch erzeugten 
Kontaktfeld verbunden ist. In einem KartenlesegerSt werden 
diese Kontaktf ISchen elektrisch abgetastet, so da& die erf or- 
derliche Kommunikation mdglich wird. 
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Bei kontaktlos, induktiv arbeitenden Systemen erfolgt die 
Dateniibermittlung durch elektromagnetische Wechself elder, 
mittels wenigstens einer in der Chipkarte bzw. im Kartentrager 
angeordneten Induktionsspule oder Antenne. 

Bei sogenannten Kombikarten sind beide erwahnten Systeme in 
einer Karte vereint . Die Kombikarte verf ugt demnach sowohl 
uber ein Kontaktfeld fur die kontaktbehaf tete Ubertragung als 
auch uber einen induktiv koppelbaren Kontakt. Hierfur ist es 
erf order lich, neben den elektrisch leitenden Verbindungen vom 
Halbleiterchip zum System fur die kontaktbehaf tete tJTbertragung 
auch Verbindungen zum System fiir die induktive Datenubermitt- 
lung herzustellen. 

Bei einem bekannten Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte, 
insbesondere solcher, bei der sowohl Mittel zur kontakt losen 
Datenubertragung als auch die erwShnte galvanische Kontakt - 
ebene vorhanden ist, wird in einen Kartenkdrper ein Modul 
eingebracht, welcher einen IC-Chip umfalSt- 

Der Modul wird in eine Ausnehmung im Kartenkdrper eingelegt 
und mittels Fiigen od.dgl. mit dem Kartenkorper unter Erhalt 
einer entsprechenden mechanischen und elektrischen Verbindung 
laminiert . 

Eine elektrisch leitende Verbindung zwischen Modul und 
Kartenk6rper bzw* auf dem Kartenkorper befindlichen Kontakt en, 
die mit der Induktionsspule in Verbindung stehen, kommt bei- 
spielsweise dadurch zustande, daS ein anisotroper leitender 
Klebstoff im Bereich der AnschluSstellen und/oder der Verbin- 
dungsstellen des jeweiligen Mittels fiir eine kontakt lose 
DatenQbertragung aufgetragen und der Klebstoff zumindest im 
Bereich der AnschluSstellen so weit verdichtet oder kompri- 
miert wird, dafi eine elektrisch leitende Briicke entsteht, 

Im Falle eines Klebstoffes mit leitenden Partikeln fOhrt dies 
also dazu, daS die Partikel im Bereich zwischen den AnschluS- 
stellen und dem Mittel fur die kontaktlose Datenubertragung 
sich beruhren, wodurch die leitende Verbindung resultiert. 
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Die bei der Herstellung von Chipkarten verwendeten Module 
greifen in der Regel auf einen Kunststof f trager zuruck, auf 
dem das eingangs erwShnte IC-Chip ggfs. mit ISO-Kontaktf lachen 
versehen angeordnet ist. Das so vorgef ertigte Modul wird mit 
dem Kartentrager, der z.B. aus Polycarbonat bestehen kann, 
verbunden. Dieses Verbinden bzw. das Einsetzen des Moduls in 
den Kartenkorper in eine z.B. gefraste Ausnehmung erfolgt 
ublicherweise unter Ruckgrif f auf ein Klebeverf ahren bei 
Verwendung eines Heifi- oder Schmelzklebers . 

In dem Falle, wenn die Kombikarten, die sowohl zur kontakt- 
losen als auch zur kontaktbehaf teten Verwendung geeignet sind, 
Oder kontaktlose Karten hergestellt werden sollen, muS eine 
weitere Kontaktebene mit AnschluSstellen fur die Induktions- 
schleife bzw. die Induktionsspule vorgesehen sein. 

Es sind Chipkarten bekannt, bei welchen im Kartenkorper eine 
aus Draht gewickelte Spule vorgesehen ist, deren Ende mit 
Antennenkontakten des Chips bzw. seines TrSgers verbunden 
sind. Diese Gesamtanordnung ist im Kartenkorper eingegossen, 
wobei die Herstellung technologisch sehr aufwendig ist. 

Daruber hinaus wurden bereits Chipkarten vorgestellt, bei 
welchen die Antenne aus einer Antennenschicht herausgeatzt 
wurde, wobei die Antenne Chipkontakte aufweist, welche uber 
einen leitenden Kleber mit den Antennenkontakten des Chips 
bzw. seines TrSgers verbxinden sind. Bei der Herstellung des 
Kartenkdrpers werden die Chipkontakte iiher eine entsprechende 
Ausnehmung in einer auf die Antennenschicht auf gebrachten 
Deckschicht freigelassen, was die Herstellung ebenfalls 
aufwendig macht. 

Bei erhabenen AnschluSstellen, die sich auf der Oberflache des 
Moduls und/oder auf der OberflSche oder an den Seitenf lachen 
der Ausnehmung des Kartentragers befinden, kann eine Verkle- 
bung von Modul- und Kartentrager mittels der Herstellung der 
elektrisch leitenden Verbindung in einem einzigen Arbeitsgang 
durchgefvihrt werden. 
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Es hat sich jedoch gezeigt, daS das erf orderliche Temperatur- 
und Zeitregime zur Herstellung zuverlassiger sowohl elektri- 
scher als auch mechanischer Verbindungen engen Toleranzen 
unterliegt, so dafi bei nicht optimalen Verf ahrensparametern 
die Langzeitstabilitat derart hergestellter Karten reduziert 
ist, und daS es aufgrund der Abmessungen und der plastischen 
Eigenschaf ten des Moduls sowie des Kartentragers zu Verwin- 
dungen und Verspannungen in der Karte mit der Folge von 
Kontaktstorungen und damit geringerer Zuveriassigkeit koramt . 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Chipkarte, ein Ver- 
fahren zur Herstellung einer Chipkarte sowie eine Verbin- 
dungsanordnung fxir ein derartiges Herstellungsver fahren anzu- 
geben, mit welchem ein auf einetn Modul befindlicher Halb- 
leiterchip in eine Ausnehmung eines Kartentragers sowohl 
elektrisch als auch mechanisch mit hoher ZuverlSssigkeit und 
Verwindungssteife kontaktiert werden kann, wobei die resul- 
tierende Gesamtanordnung unter alien Umstanden eine hohe 
LangzeitsteJDilitat und ausreichende Zuverlassigkeit der so 
geschaffenen Chipkarte gewShrleistet • 

Die Ldsung der Aufgabe der Erfindung erfolgt mit einer Chip- 
karte, einer Verbindungsanordnung bzw. Herstellungsverf ahren, 
wie sie im einzelnen in den unabhangigen Patentanspruchen 
definiert sind. 

GemaS einem ersten Aspekt der Erfindung wird eine Antennen- 
schicht zun§chst vollstSndig in das Kartenmaterial eingebaut, 
wobei die Chipkontakte aber derart verdickte Abschnitte auf- 
weisen, daS bei dem zur Herstellung von bisher Oblichen Chip- 
karten ebenfalls iiblichen Ausfrasen der Ausnehmung fxlr den 
Chip und seinen TrSger Telle der verdickten Abschnitte abge- 
frast und dadurch Chipkontaktf lachen geschaffen werden, die 
dann mit den Antennenkontakten des Chips bzw. seines Tragers 
leicht verbindbar sind. 

Die verdickten Abschnitte konnen auf verschiedene Weise 
hergestellt werden. Es ist beispielsweise moglich, einen 
selektiven Auftrag von Material in galvanischen Badern zu 
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erzeugen. Vorzugsweise warden die verdickten Abschnitte jedoch 
aus Lot, insbesondere aus Weichlot gebildet . Dies kann bei- 
spielsweise in der ublichen Art und Weise geschehen, die beim 
Verzinnen von gedruckten Schaltungen angewendet wird, also 
5 2.B. durch Fiihren der Antennenschicht liber einen Lotschwall 
bzw. eine Schwallbadloteinrichtung, wobei dann nur die Kon- 
takte unabgedeckt sind. Bei einer anderen Aus fuhrungs form der 
Erfindung werden die Chipkontakte mittels bekannter Lot- bzw. 
Bondmaschinen bearbeitet, wobei man ggfs. auch einen kurzen 

10 Draht innerhalb des L6t-"Hugels" stehen laSt, der bei der 

spSteren Verbindiing mit den Antennenkontakten eines Chips bzw. 
dessen Tragers von Vorteil sein kann. Wesentlich ist hier 
lediglich, dafi die Verdickung so hinreichend stark ist, daS 
beim spateren Ausfrasen der Aufnahmevertief ung fur den Chip 

15 bzw. dessen TrSger trotz ausreichender Frastoleranz die 

Chipkontakte sicher freigelegt bzw. gebildet werden kSnnen. 
Wenn man hierbei davon ausgeht, dafi die Antennenschicht eine 
TrSgerdicke von etwa 200^m und eine Kupf erschicht von etwa 
35/zm aufweist, so wSre diese Kupf erschichtdicke bei den 

20 vorgegebenen FrSstoleranzen von etwa 20 bis 30/Am nicht 

einwandfrei und sicher freizulegen. Wenn man jedoch eine 
Verdickung von 100 bis 200;im durch Lot-Auftrag vorsieht und 
einen derartigen Bump bildet, so ist es leicht ersichtlich, 
daS dann ein sicheres Anfrasen trotz der vorgegebenen Tole- 

25 ranzen moglich ist und dabei gleichzeitig sichergestellt wird, 
daS die sehr ddnne Kupf erbeschichtung der Antennenschicht 
nicht beschadigt oder verletzt wird. 

Es war zwar bisher ublich, derartige Antennenschichten mit 
30 ihrem auf der Oberflache liegenden Relief aus geStzten 

Leiterbahnen in Kartenmaterial einzubetten. Da& der nunmehr 
beschrittene Weg tatsftchlich zum Erfolg filhrt und derartig 
Starke Verdickungen von 100 bis 200^m ohne weiteres in die 
Norm-Karten mit einer Gesamtdicke von 760/im ± 80/xm einbettbar 
35 sind, ist ausgesprochen uberraschend . 



Die Antennenkontakte konnen mit den Chipkarten durch eine 
Vielzahl von elektrischen Verbindungsvorgangen verbunden 
werden, was spater naher erlSutert wird. Es sei hier 
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beispielsweise an Schweifien oder Kleben mittels elektrisch 
leitender Kleber erinnert. Vorzugsweise geschieht die 
Verbindung jedoch durch Loten, was technologisch einfach zu 
handhaben ist und dabei gleichzeitig besonders haltbare 
Verbindungen liefert. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 
Fertigungen der Chipkontakte aus Weichlot bestehen. 

Besonders giinstig fiir den Anwender oder auch den programraie- 
renden Hersteller der Chipkarte ist die Anordnung dann, wenn 
der Chip bzw* sein Trager auf seiner der Antennenschicht 
abgewandten Seite zusStzlich Kontakte zum direkten (kontakt- 
behafteten) Anschliefien aufweist. Eine derart ausgebildete 
Karte, die sowohl kontaktlos als auch kontaktbehaf tet benutz- 
bar ist, kann beispielsweise beim Hersteller liber den direk- 
ten, kontaktbehaf teten Zugang programmiert und dann votn 
Benutzer auch nur noch kontaktlos verwendet werden. 

Vorzugsweise umfaiSt der Kartenk6rper gemSS dem ersten Aspekt 
der Erfindung mindestens zwei Deckschichten, zwischen denen 
die Antennenschicht einlaminiert ist. Die Deckschicht, welche 
auf der Seite der Chipkontakte liegt, nimmt die Verdickungen 
gleichzeitig auf, Selbst dann, wenn sich die Verdickung auf 
der KartenauSenseite nach dem Zusammenlaminieren abzeichnet, 
was bei einer fertigen Karte nicht optimal ware, ist dies 
unschSdlich, da genau der Bereich, in welchem die Chipkontakte 
liegen, spoLter abgefreist wird. 

Bei einer dementsprechenden Aus fiihrungs form der Erfindung 
weist der Chip einen TrSger mit kartenauSenseitigen Kontakt- 
fiachen auf, wobei die Antennenkontakte von Durchkontaktie- 
rungsabschnitten (z.B. Bohrungen mit entsprechenden galvani- 
schen Metallauf trSgen im Bohrloch) gebildet sind, welche ein 
isolierendes Tragermaterial zum Halten der Kontaktf lachen 
durchqueren. Derart ige Karten konnen auch in kontaktbehaf teten 
Systemen Verwendung finden. 

Bei einer weiteren Aus fuhrungs form gemaS dem ersten Aspekt der 
Erfindung ist der Chip auf einem TrSger mit karteninnensei- 
tigen Kontaktf lachen angebracht, so daS die Antennenkontakte 
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direkt auf den Chipkontakten zu liegen kommen. Urn nun ein 
Verloten der Kontakte miteinander zu ermoglichen, ist es von 
Vorteil, wenn das Tragermaterial fiir die Kontaktf lachen des 
Chips in den Antennenkontaktbereichen f ortgenommen ist, so daS 
nach auSen geoffnete Bereiche liber den Ruckseiten der T^ten- 
nenkontakte liegen. Dadurch sind die Kontaktf ISchen von auSen 
zuganglich, urn Werkzeuge, insbesondere solche zum Erwarmen auf 
die Antennenkontakt ruckseiten drucken zu kdnnen. Es ist auch 
moglich, mittels Inf rarotstrahlung, insbesondere durch einen 
Laser, die Kontaktf ISchen zum Zweck des Lotens zu erwarmen. 

Bei einem wie oben erlauterten beidseitig beschichteten Trager 
fur den Chip kann wieder ein kontaktloses ebenso wie ein kon- 
taktbehaf tetes ZusatzgerSt verwendet werden, um die Karte zu 
programmieren bzw, in Benutzung zu nehmen. Auch in diesem Fall 
ist jedoch wichtig, daS im Bereich der Antennenkontakte eine 
Warmeubertragung zum Verldten der Antennenkontakte mit den 
Chipkontakten stattfinden kann. Hierzu sind wieder Offnungen 
im Trager bzw. in den auf ihm angebrachten Kontaktf ISchen im 
Bereich der Chipkarte vorgesehen. 

Das erf indungsgemafie Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte 
gemafi dem ersten Aspekt der Erf indung umfafit die folgenden 
Schritte: 

Auf eine Antennenschicht wird eine Antenne mit Chipkontakten 
zum AnschluS eines Chips gebildet. Es sei hierbei betont, daS 
unter dem Begriff "Antenne" eine Vielzahl von solchen Struk- 
turen zu verstehen ist, welche zur Bildung von Zusatzfunk- 
tionen m6glich sind, die erganzend zu denen des Chips 
gewunscht werden und die mit dem Chip iiber dessen Trager 
verbunden werden miissen. 

In einem nSchsten Schritt werden auf den Chipkontakten ver- 
dickte Abschnitte gebildet. Dies kann durch alle mdglichen 
elektrochemischen Verfahren, durch Auf tragsschweifien oder auch 
durch den Auftrag von leitenden Kunststoffen geschehen. 
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In einem nachsten Schritt wird ein Kartenkdrper derart gebil- 
det, daS die Antennenschicht und die Chipkontakte einschlieS- 
lich der verdickten Abschnitte von Kartenmaterial bedeckt sind 
und mit diesem fest verbunden werden. 

Im Kartenkorper wird eine Ausnehmung derart gebildet, daS die 
verdickten Abschnitte mindestens teilweise abgetragen und 
dadurch freigelegt werden. 

Ein Chip, umfassend einen TrSger mit Antennenkontakten zur 
Verbindung der Trager-Leiterstrukturen mit der Antenne wird in 
die Ausnehmung eingesetzt. 

Die Antennenkontakte werden mit den Chipkontakten verbunden. 

Das Bilden der Antenne aus der Antennenschicht geschieht vor- 
zugsweise in einem Atz- oder Schneidvorgang . 

Das Auftragen von Material auf die Chipkontakte wird vorzugs- 
weise in einem Lotvorgang auf an sich bekannte Weise vorge- 
nommen . 

Die Bildung des Kartenkdrpers geschieht vorzugsweise mittels 
eines Laminierungsvorgangs, wobei die Antennenschicht zwischen 
zwei Deckschichten einlaminiert wird, Unter Deckschicht ist 
hierbei naturlich keine absolut homogene Struktur zu ver- 
stehen, da derartige Schichten wiederum meist einen mehr- 
schichtigen Aufbau haben, wobei beispielsweise ein Aufdruck 
durch eine klare Deckschicht abgedeckt ist, oder zur Verbin- 
dung mit darunterliegenden Schichten eine auf zulaminierende 
Schicht besondere Verbindungs- oder Klebeschichten umfaSt, 

Die Ausnehmung in der Karte wird in an sich bekannter Weise 
vorzugsweise durch FrSsen gebildet. In die so entstandene 
Ausnehmung wird der Chip samt seinem Trager eingesetzt und 
vorzugsweise verklebt, und zwar mittels eines Schmelzklebers . 
Der Grund hierfQr liegt insbesondere darin, dafi beim nach- 
folgenden Verl6ten der Antennenkontakte mit den Chipkontakten 
einen Hdhenschwund durch flieSendes Lotmaterial an den 
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Kontakten auftritt, der bei der Verwendung von bekannten Cyan- 
Acrylatklebern nur schwer zu kompensieren, bei Verwendung von 
SchweiSklebern aber leicht, ggfs, auch nachtraglich durch 
erneutes Aufwarmen ausgleichbar ist. 

5 

Die Warme zum Verloten kann durch ein von auSen aufgesetztes 
LStwerkzeug, also durch Warmeleitung aufgebracht werden. Bei 
einer weiteren Ausfuhrungsf orm des Verfahrens basierend auf 
dem ersten Aspekt der Erf indung wird die Wartne durch Strah- 
10 lung, insbesondere durch Strahlung eines IR-Lasers zugefiihrt. 
Es ist natiirlich ebenso mSglich, die Warme liber Ultraschall, 
also quasi uber Re ibungs warme bereitzustellen. 

GemSS einem zweiten Aspekt der Erfindung wird eine Chipkarte 
fur die kontaktlose und/oder kontaktbehaf tete Datenubertragung 
angegeben, welche einen Halbleiterchip und Kontaktf lachen fur 
die kontaktbehaf tete Dateniibertragung und daneben 
Anschlufistellen tind wenigstens ein Mittel fur die kontaktlose 
DatenQbertragung, das in der Regel eine Induktionsspule ist, 
umf aSt . Die erf indungsgemSfie Chipkarte gemSS dem zweiten 
Aspekt der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daS die 
elektrisch leitenden Verbindungen zwischen den AnschluSstellen 
und dem Mittel fUr die kontaktlose Datenubertragung auch 
mittels Loten hergestellt ist, wobei die mechanische Ver- 
bindung durch HeiiS- oder Schmelzkleben, aber auch durch 
Lotung, erfolgen kann. 

Zweckraafiig weist gemSfi dem zweiten Aspekt der Erfindung der 
eingesetzte HeiS- oder Schmelzkleber partielle elektrisch 
30 leitfahige, und auch IdtfShige Partikel auf. Besonders bevor- 
zugt werden diese elektrisch leitenden, lotfahigen Partikel 
bereits bei der Praparation des Klebers auf einer TrSgerfolie 
zugesetzt bzw, aufgebracht- 

35 Gr5Ee und Menge der abschnittweise dem Klebstoff zugesetzten 
Lotpartikel richtet sich nach der Kontaktausbildung bzw. der 
Kontaktf lachen der Chipkarte. Der Durchmesser einer zwischen 
vorgesehenen Kontaktf lachen und auf einem HeiS- oder Schmelz- 
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kleber befindlichen Lotkugel liegt beispielsweise im Bereich 
zwischen 15 und 25^m. 

Die Menge der leitenden Partikel wird zweckmaSig so gewahlt, 
5 daS zwischen den AnschluSstellen und dem Mittel zur kontakt- 
losen Datenubertragung genugend Partikel zu liegen kommen, urn 
eine ausreichende elektrische Verbindung durch Loten auf zu- 
bauen . 

10 GemaS dem erf indungsgemaSen Verfahren nach dem zweiten Aspekt 
der Erf indung kommt die elektrisch leitende Verbindung dadurch 
zustande, dafi der auf der Tragerfolie befindliche Klebstoff 
zumindest im Bereich der AnschluSstellen und/oder der Verbin- 
dungsstellen des Mittels fur die kontaktlose Datenubertragung 

15 leitfShige Partikel oder Schichten aufweist, die eine elek- 
trisch leitende Briicke zwischen den AnschluSstellen und dem 
Mittel zur kontaktlosen Dateniibertragung durch L6ten bilden 
kdnnen . 

20 Bei der Herstellung von Chipkarten wird uberwiegend so vorge- 
gangen, daS zunSchst ein Modul hergestellt wird, der einen 
Kunststof f trSger umfaSt, auf dem ein Halbleiterchip angeordnet 
ist. Der Modul wird dann mit dem Kartentrager aus Kunststoff, 
z.B, Polycarbonat verbunden. Ublicherweise wird der Modul in 

25 eine in den Kartenkorper gefrSste Kavitat implantiert, wie 
dies bereits erlSutert wurde. 

Besonders bevorzugt erfolgt die Herstellung der erf indungs- 
gemaSen Chipkarten unter Verwendung der beschriebenen, bereits 

30 bekannten Komponenten und Verfahrensschritte. ZweckmaSig ver- 
wendet die Erf indung nach dem zweiten Aspekt also einen (ibli- 
chen Modul, dem jedoch eine Kontaktebene mit den AnschluS- 
stellen fur das Mittel zur kontaktlosen Datenubertragung 
hinzugefugt. wird. In der Regel wird der Modul rait zwei 

35 weiteren AnschluSstellen erganzt, die auf ubliche Weise mit 
dem Halbleiterchip verbunden werden. 

Besonders bevorzugt sind die AnschluSstellen erhaben auf einer 
Oberflache des Modultragers vorzugweise der Seite, die den 
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Halbleiterchip tragt, ausgebildet. Die Hohe der Anschlufi- 
stellen nach dem zweiten Aspekt der Erfindung richtet sich 
nach Art und Abmessungen der Karte und kann beispielsweise 
zwischen 1 und 20pim betragen. Bevorzugt bestehen die An- 
5 schluBstellen aus Metall und werden auf an sich bekannte 

Weise, z.B. durch Aufkleben, Aufdrucken, Aufdampfen, Galvani- 
sieren oder ahnliches hergestellt. Besonders bevorzugt wird 
die zusatzliche AnschluSebene hergestellt, indem ein Streifen 
aus Metall auf den ModultrSger laminiert und anschliefiend 
10 strukturiert wird- Lage und Gr6fie richtet sich nach GroSe und 
Lage des Mittels fur die kontaktlose Datenubermittlung und 
speziell dessen Verbindungsstellen. 

Das Mittel fur die kontaktlose Dateniibermittlung, vorzugsweise 
15 eine Induktionsspule oder Antenne, ist in zweckmSSiger Weise 
in den Kartenkorper integriert oder auf diesem angeordnet, 
wobei die Verbindungsstellen zu den AnschluSstellen frei- 
liegen. Beispielsweise k6nnen im Fall einer in den Karten- 
k6rper integrierten Kupf erdrahtspule Verbindungsstellen beim 
20 Frasen der Kavitat mit freigelegt werden. Bei einer derartigen 
Anordnung ist es moglich, die Verklebung von Modul und 
Kartentrager gleichzeitig mit der Herstellung der elektrisch 
leitenden Verbindung zwischen dem Mittel fur die kontaktlose 
DatenObertragung und den Anschlufistellen des Moduls durchzu- 
25 fuhren. Hierfur kann ein spezieller Stempel eingesetzt werden, 
welcher sowohl Druckkrifte als auch WSrmeenergie zum Her- 
stellen der Klebe- und Ldtverbindung bereitstellt . 

Urn das bekannte ubliche Hotmelt-Verf ahren einsetzen zu konnen, 
30 wird der Klebstoff , wie erlSutert, mit leit- und lotfahigen 
Partikeln in vorbestimmten Kontaktabschnitten versehen. Die 
Herstellung der mechanischen Klebeverbindung gemSS dem zweiten 
Aspekt der Erfindung erfolgt dann in an sich bekannter Weise, 
wobei die elektrische Verbindung der Kontakte durch gezieltes 
35 Einbringen oder Aufbringen von WSrme mindestens in oder auf 
die Bereiche der Kontaktabschnitte realisiert wird. 

GemaS einem dritten Aspekt der Erfindung liegt ein ver- 
f ahrensgemSfier Grundgedanke darin, zur Herstellung einer 
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elektrischen und mechanischen Verbindung eines in einer 
Ausnehmung eines Kartentragers einer Chipkarte eingesetzten 
Moduls auf eine auf einem f olienartigen Trager befindliche, 
nichtleitende HeiS- oder Schmelzkleberschicht zuriickzugreif en, 
wobei diese HeiS- oder Schmelzkleberschicht im Bereich auszu- 
bildender elektrischer Kontakte zwischen Modul und Karten- 
trager mit einer zusatzlichen leitfahigen Schicht oder mit 
leitfahigen Partikeln zu versehen ist. Diese zusatzliche 
leitfahige Schicht oder die leitf&higen Partikel konnen durch 
Lochung der HeiS- oder Schmelzkleberschicht mit anschlieSendem 
Verfullen unter RQckgriff auf leitfahiges Material ausgebildet 
werden . 

Die gemas dem dritten Aspekt der Erf indung so vorbereitete 
HeiS- Oder Schmelzkleberschicht mit leitfahigen Abschnitten 
wird dann am Modul oder in der Ausnehmung des Kartentragers 
vorfixiert. Dieses Fixieren erfolgt so, dalS die mit der 
zusatzlichen leitfahigen Schicht oder den leitfahigen Parti- 
keln versehenen Abschnitte sich zwischen den Kontaktf lachen 
des Moduls und der Ausnehmung des Kartentragers befinden. Im 
Anschlufi an dieses Fixieren wird in einem einzigen Druck- 
Temperatur-Einwirkungsschritt sowohl die mechanische zwischen 
Modul und Kartentrager als auch die elektrische Kontaktierung 
zwischen den sich gegeniiberstehenden Kontaktf lachen reali- 
siert. GeraaS dem dritten Aspekt der Erf indung ist es nicht 
notwendig, dafi die in der Regel bezogen auf die genannte 
Verbindungsfiache nur kleinen Kontaktf lachenabschnitte 
wesentlich zur Klebeverbindung beitragen, vielmehr sollen hier 
optimierte elektrische Eigenschaf ten, wie geringe Leitungs- 
induktivitaten oder ein geringer Ubergangswiderstand erzielt 
werden. Durch die an sich libliche HeiS- oder Schmelzklebe- 
verbindung wird fur eine ausreichende Pressung und Verdichtung 
der leitfahigen Partikel Sorge getragen, so daS sich die 
gewunschte Kontakt-Langzeitstabilitat ergibt. 

In dem Falle, wenn wie zum dritten Aspekt der Erf indung 
eriautert, fur die leitfahigen Partikel auf eine Lotpaste oder 
eine L6tkugel zuriickgegrif f en wird, kann durch def iniertes 
Zufiihren von warmeenergie im Kontaktbereich, wie dies bereits 
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zum zweiten Aspekt der Erfindung erlautert wurde, nach oder 
wahrend des Verklebens des Moduls im Kartentrager ein Loten 
erfolgen, wodurch eine weitere Erhohung der Kontaktsicherheit 
gegeben ist . Die Lotstelle wird in diesem Fall von mecha- 
5 nischen Spannungen, Scher- oder sonstigen Kraften freige- 

halten, da diese auch im laufenden Einsatz der Karte von der 
Klebeverbindung groSflachig aufgenommen werden konnen. 

GemaS einem weiteren Grundgedanken nach detn dritten Aspekt der 
10 Erfindung kann je nach Material des Kartentragers oder des 

Moduls ein geeigneter vorkonf ektionierter Heifi- oder Schmelz- 
kleber ausgewahlt und hinsichtlich Schichtdicke und Auswahl 
der leitfahigen Partikel fur den jeweiligen Einsatzfall indi- 
viduell prapariert und damit optimiert werden. 

15 

Die leitfahigen Partikel oder die leitfahige Schicht sind auf 
die Heifi- oder Schmelzkleberf olie beispielsweise mittels eines 
Dispensers, einer Walze oder einem Stempel lokal aufbringbar, 
wobei wenn erforderlich auf eine Maske zuruckgegrif f en werden 

20 kann, so daS sich die Reproduzierbarkeit beim Aufbringen 

leitfahiger Beschichtungen erhoht . Im Falle des oberflachen- 
seitigen Aufbringens einer leitfahigen Schicht oder von leit- 
fahigen Partikeln wird in einer Ausf lihrungsf orm nach dem 
dritten Aspekt der Erfindung die so aufgebrachte Schicht 

25 kurzzeitig einer thermischen Behandlung ausgesetzt, so daS ein 
gewisses Anschmelzen der jeweiligen Partikel und damit Haften 
und Verbinden mit dem HeiSkleber bzw. dem Schmelzkleber die 
Folge ist, Durch diese MaSnahme wird sichergestellt , daS beim 
nachf olgenden Handling die leitfShige Schicht bzw. das leit- 

30 f&hige Material vor unerwunschtem Abtrag geschiitzt ist. 

In dem Falle, wenn die Heifi- oder Schmelzkleberschicht Aus- 
nehmungen oder Lochungen aufweist, die mit leitfahigen Parti- 
keln wie L6tkugeln oder L6tpaste verfullt werden, kann auf 
35 ubliche und bewahrte Lotmittel zuruckgegrif fen werden. Die 
Dosierung der Menge einzubringender Partikel in die Ausneh- 
mungen oder Lochungen ist unkritisch, da MaterialiiberschuS bei 
Loten und/oder Anpressen und gleichzeitigem Verkleben in die 
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Kleberschicht hinein verdrSngt werden kann, ohne daS die 
Kontaktsicherheit insgesamt beeintrachtigt wird. 

Das erf indungsgemaSe Verbindungsmittel nach dem dritten Aspekt 
5 2ur Durchfuhrung des geschilderten Verfahrens besteht aus 

einer auf einer Tragerfolie bef indlichen, nichtleitenden HeiS- 
oder Schmelzkleberschicht, welche ira Bereich herzustellender 
elektrischer Kontakte Abschnitte rait leitfahigen Partikeln 
Oder einer leitfahigen Schicht aufweist. 

10 

Diese Abschnitte konnen aus mit L6tpaste oder Leitkleber ver- 
full ten Ausnehmungen oder Lochungen bestehen. 

In einer Ausgestaltung des Verbindungsmittels befinden sich 
15 die leitfahigen Abschnitte im Inneren einer Heifi- oder 

Schmelzkleberschicht, wobei diese bei der Montage mittels 
Druck-Temperatur-Einwirkung verdrSngt wird und erhabene 
Kontaktf ISchen in Wirkverbindung rait der inneren leitfShigen 
Schicht bzw. den inneren leitfahigen Abschnitten treten. 

20 

GemaS dera dritten Aspekt der Erfindung gelingt es, ein 
Verfahren und ein Verbindungsraittel zur Herstellung einer 
elektrischen und mechanischen Verbindung eines in einer 
Ausnehraung eines Kartentragers einer Chipkarte eingesetzten 

25 Moduls anzugeben, wobei einerseits auf bekannte HeiiS- oder 
Schraelzkleber zur(]ickgegrif fen werden kann und andererseits 
sowohl qualitativ hochwertige elektrische Kontakte bzw. 
elektrische Verbindungen realisiert werden konnen und die 
geforderte mechanische Festigkeit des Moduls im Kartentrager 

30 gegeben ist, ohne daS ira laufenden Betrieb nachteilige Scher- 
oder r-^nstige Krafte auf die Kontaktbereiche einwirken. 

Das erf indungsgemaSe Verfahren gemas dem dritten Aspekt ist 
insbesondere fur kontaktlose Chipkarten oder auch Kombikarten 
35 geeignet, bei welchen sowohl mechanisch kontaktierbare 

Kontaktf lachen als auch induktive Komponenten vorhanden sind. 
Durch die Verwendung der erf indungsgemaiS modif izierten HeiS- 
oder Schmelzkleberfolien konnen die Kosten bei der 
Kartenherstellung gesenkt werden, da es nicht mehr notwendig 
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ist, auf kostenintensive anisotrop leitende Klebstoffe 
zuruckzugreif en, die im ubrigen zum Verkleben der Module mit 
dem Kartentrager nur sehr bedingt geeignet sind. 

5 Durch das nur partielle elektrische Verbinden an den jewei- 
ligen elektrischen Kontaktierungsstellen verbleibt genugend 
Flache zur Ausfxihrung der stof f schliissigen Klebeverbindung, um 
das Modul sicher am Kartentrager zu befestigen. 

10 Unter Berucksichtigung der erwahnten Probleme hinsichtlich der 
Langzeitstabilitat des KartentrSgers, wenn dieser Verwindungen 
und/oder Verspannungen ausgesetzt wird, besteht gemaS einem 
vierten Aspekt der Erfindung ein verf ahrensseitiger Grundge- 
danke darin, daS der in die Kartenausnehmung zu implantierende 

15 Modul auf seiner Einsatzseite oder seiner Randseite hin einen 
leitfShigen, isolierte Abschnitte aufweisenden Versteif ungs- 
rahmen besitzt. Dieser Versteif ungsrahmen weist Kontaktf lachen 
auf, die beim Einsetzen des Moduls mit in der Ausnehmung 
befindlichen Gegenkontaktf l&chen elektrisch in Wirkverbindung 

20 tret en. 

Beim Einsetzen des Moduls mit Halbleiterchip und Verstei- 
fungsrahmen gemafi dem vierten Aspekt der Erfindung in die 
Ausnehmung des Kartentragers erfolgt dies beispielsweise durch 

25 Einpressen, wobei zusatzliche stoff- und/oder f ormschlussige 
Verbindungen realisierbar sind. Durch die Ausbildung des 
Moduls mit Versteif ungsrahmen, der sowohl mechanische als auch 
elektrische Funktionen erfullt, kann auf einfache Technologien 
der Verbindung von Modul mit dem Kartentrager, namlich Ein- 

30 pressen oder eine Snap-In-Verbindung zuriickgegrif f en werden, 
so daS sich insgesamt die Produktivitat erhoht, Der Verstei- 
f ungsrahmen fuhrt zu einer stabilen Ausbildung des Moduls, 
wodurch Verwindungen und Spannungen beim Betrieb der IC-Karte 
aufgenommen werden konnen, ohne daS unerwunschte KrSfte auf 

35 den Halbleiterchip oder sonstige elektronische Bauelemente 
gelangen . 

Es liegt im Sinne des vierten Aspektes der Erfindung, daS der 
Versteif ungsrahmen beispielsweise zweiteilig ausgebildet ist. 
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so daS zwei elektrisch isolierte Kontaktf lachen entstehen, die 
mit entsprechenden Gegenkontaktf lachen, die beispielsweise mit 
einer Induktionsschleif e oder einer Antenne, die im Karten- 
trager angeordnet ist, in Verbindung stehen, zusammenwirken 
konnen . 

Die erf indungsgemaSe Verbindungsanordnung nach dem vierten 
Aspekt zur Herstellung einer Chipkarte geht von dem auf der 
Einsatzseite des Moduls angeordneten leitfahigen, voneinander 
isolierende Abschnitte aufweisenden Versteif ungsrahmen aus, 
welcher mit Anschliissen des Halbleiterchip elektrisch verbun- 
den ist, Dieser Versteif ungsrahmen besitzt Kontaktf lachen, die 
beispielsweise im seit lichen Randbereich und/oder an der 
Unterseite befindlich sind, so dalS mit ganz unterschiedlichen 
Gegenkontaktf ISchen in der Ausnehmung des Kartentragers gear- 
beitet werden kann, 

Wie erwShnt, sind in der Ausnehmung des Kartentragers Gegen- 
kontaktf ISchen eingeformt, wobei beim Einsetzen des Moduls die 
Kontakt- und Gegenkontaktf lachen in PreSsitz zueinander ge- 
langen und/oder stof f schlussig oder f ormschliissig verbunden 
sind. 

Bei einer speziellen Ausfvihrungsf orm des Versteif ungsrahmens 
gemas dem vierten Aspekt der Erf indung ist dieser auSenrand- 
seitig oder mit dem AuBenrand des Moduls abschlieSend ange- 
ordnet und weist eine im wesentlichen quadratische oder 
rechteckige Ausschnittsf orm auf. 

Zum Erhalt einer Snap- In- Verbindung zwischen Modul und Aus- 
nehmung im Kartentrager besitzt der Versteif ungsrahmen seit- 
liche Vorspninge oder Rastnasen, die mit an den SeitenwSnden 
der Ausnehmung befindlichen Ruckspriingen zusammenwirken. 

Alternativ kdnnen auch die Gegenkontaktf lachen in den Seiten- 
f lachen der Ausnehmung Vorsprunge oder Rastnasen aufweisen 
Oder derartig ausgebildet sein, und mit entsprechenden 
Ausnehmungen im Versteif ungsrahmen beim Einsetzen oder 
Einpressen desselben in den Kartentrager zusammenwirken. 
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Wie dargelegt, kann erf indungsgemafi die Snap-In-Verbindung im 
Bereich der Kontakt- und Gegenkontaktf ISchen ausgebildet sein, 
jedoch konnen auch andere Abschnitte des Versteifungsrahmens 
5 bzw. gegeniiberliegende Flachen der Ausnehmung des Karten- 

tragers umfassen, so daS die gewiinschte Festigkeit und Zuver- 
lassigkeit der Verbindung zwischen Modul und Karte gewShr- 
leistet ist. 

10 In einer weiteren AusfQhrungsform gemaS dem vierten Aspekt der 
Erfindung weist die Anordnung einen Versteifungsrahmen auf , 
der integral mit einem ChiptrSger ausgebildet ist, wobei die 
voneinander isolierten Kontaktf ISchen des Versteifungsrahmens 
mit jeweiligen Chipkontakten oder Bondflachen elektrisch ver- 

15 bunden sind. 

Bei dieser Ausfilhrungsf orm ist es nicht notwendig, einen 
separaten Versteifungsrahmen zu fertigen, sondem es kann vom 
Chiptrager und Versteifungsrahmen der einzusetzende Modul 
gebildet werden, welcher an seiner Unterseite den durch Chip- 

20 Bondung befestigten Halbleiterchip tragt. Bei der letzt- 
genannten AusfQhrungsform kann daher auf einen separaten 
Kunststoff -Modul bzw. Verdrahtungstrager fur den Halbleiter- 
chip verzichtet werden. Eine ggfs. notwendig werdende elek- 
trisch AuSenisolation ist durch Auf laminieren einer Isola- 

25 tionsschicht , zweckm§Sigerweise toer die gesamte Flache der 
Chipkarte moglich. 

GemSfi dem vierten Aspekt der Erfindung gelingt es, ein Ver- 
fahren zum Herstellen einer Chipkarte bzw. eine Verbindungs- 

30 anordnung fiir ein derartigen Hers tellungsver fahren anzugeben, 
mit welchem bzw. mit welcher eine hohe Verwendungssteif igkeit 
der Karte insbesondere im Bereich der Ausnehmung zur Aufnahme 
eines Moduls, enthaltend einen Halbleiterchip, erreicht wird. 
Durch den vorgesehenen Versteifungsrahmen, der auch integral 

35 mit einem Chiptrager ausgebildet sein kann, ist es moglich, 
den kompletten Modul in die Ausnehmung einzupressen und 
vorteilhafte form- und/oder kraf tschlussige Verbindungen zum 
elektrischen und mechanischen Kontaktieren des Moduls im 
Kartentrager zu nutzen. 
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Selbstverstandlich kann auch eine stof f schlussige, insbe- 
sondere Lotverbindung, erfolgen, indem warmeenergie gezielt 
unter Nutzung des metallischen Versteifungsrahmens den Lot- 
Verbindungsstellen zugefuhrt wird. Letztendlich sind auch 
andere Verbindungsarten, wie das erwahnte HeiiS- oder Schmelz- 
kleben denkbar. 

Es liegt auch im Sinne der Erfindung, die genannten Aspekte 
untereinander zu kombinieren . 

Die gemaS dem ersten bis vierten Aspekt erlauterte Erf indung 
soli anhand von Ausfiihrungsbeispielen sowie unter Zuhilf enahme 
von Figuren naher erlautert werden. 



Hierbei zeigen: 



Fig. 1 schematisierte Darstellungen von funf Verfahrens- 
schritten gemSS dem ersten Aspekt der Erf indung; 

Fig. 2 bis 4 drei verschiedene Ausfuhrungsf ormen der Chip- 
karte gemaS dem ersten Aspekt im schematischen. Quer- 
schnitt ; 

Fig, 5 schematisch einen Querschnitt durch eine Chipkarte 
gemaS dem zweiten Aspekt der Erfindung im Bereich 
einer elektrisch leitenden Verbindungsstelle zwischen 
einer AnschluSstelle und einem Mittel zur kontakt- 
losen Datenilbertragung; 

Fig. 6 eine schematische Skizze zur Erlauterung des Verfah- 
rens gemSS dem zweiten Aspekt der Erfindung, nSmlich 
am Beispiel der Herstellung der elektrisch leitenden 
Verbindung, die in Fig. 5 dargestellt ist; 

Fig. • 7 einen Schnitt durch einen Hotmelt-Klebstof f ilm gemSlS 
dem dritten Aspekt der Erfindung; 



Fig. 



8 



eine Draufsicht auf einen prSparierten Hotmelt-Film 
gemaS dem dritten Aspekt der Erfindung; 
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Fig. 9 einen Schnitt durch einen Hottnelt-Film mit im Inneren 
bef indlichen leitfahigen Partikeln gemafi dem dritten 
Aspekt der Erfindung; 

5 

Fig. 10 eine prinzipielle Schnittdarstellung der Einbau- 

position des Moduls in der Ausnehmung eines Karten- 
tragers unter Verwendung des Verbindungsmittels gemaS 
einem Ausf ilhrungsbeispiel nach dem dritten Aspekt der 
10 Erfindung; 

Fig. 11 eine perspektivische Darstellung einer Draufsicht auf 
einen Modul mit Halbleiterchip und Versteifungsrahmen 
gemSS dem vierten Aspekt der Erf indirng und 

15 

Pig. 12 eine Schnittdarstellung durch einen Modul langs der 

Linie A/A aus Fig. 11, wobei der Modul bereits in den 
Kartentrager eingesetzt ist. 



20 Hinsichtlich der nachf olgenden Beschreibung von Ausfuhrungs- 
beispielen sei darauf hingewiesen, daS die in den Zeichnungen 
dargestellten Grofienverhaltnisse nicht den tatsachlichen 
Gegebenheiten entsprechen, insbesondere sind die Schichtdicken 
der leitenden Schichten gegenuber den Kunststof f schichten 

25 erheblich kleiner oder niedriger. 

In Fig. 1 ist eine Antennschicht 10 im Querschnitt gezeigt, 
die aus einem TrcLger 11 mit einer darauf liegenden Beschichtung 
12 besteht. Die Schichtdicke des TrSgers kann etwa 200/im, die 
30 Beschichtung 12 etwa 35ftm (Kupfer) betragen. 



In einem ersten Verf ahrensschritt wird in an sich bekannter 
Weise durch selektives Atzen ein Leiterbahnenmuster gebildet, 
das gemaS Fig. lb Antennenbahnen 13, 14, 15 {an sich ist des 
35 nur eine einzige, in Fig. lb aber mehrmals geschnittene Bahn) 
sowie Chipkontakte 20, 21 umfafit. 

In einem nachsten Schritt, dessen Ergebnis in Fig. Ic gezeigt 
ist, werden auf den Chipkontakten 20, 21 Verdickungen 16, 17 
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geschaffen, die in dieser Ausfdhrungsf orm der Erfindung als 
Lotauftrag gebildet sind. Diese Verdickzungen konnen etwa 100 
bis 200/im dick sein, sie sollen jedoch in jedem Fall so dick 
sein, dafi die beim nachf olgenden Abfrasen auftretenden unver- 
5 meidlichen Toleranzen in jedem Fall sicher aufgefangen werden 
konnen . 

In einem nachsten Schritt, dessen Ergebnis in Fig. Id gezeigt 
ist, wird auf die in Fig. Ic gezeigt e Geamtanordnung, also die 
10 Antennenschicht 10 samt den Verdickungen 16 und 17 eine obere 
Deckschicht 18 und eine untere Deckschicht 19 so auf laminiert , 
daS die Antennenschicht (gemSS Fig. Ic) vollstandig einge- 
schlossen ist. 

15 In einem nachsten Schritt, dessen Endergebnis in Fig. le ge- 
zeigt ist, wird in an sich bekannter Weise eine Ausnehmung 24 
in den Kartenkorper nach Fig. Id gefr^st. Die FrSsung ist 
hierbei derart tief , dafi in dem Bereich, in welchem der Trager 
des Chips (hier noch nicht gezeigt) spater zu liegen kommt, 

20 die Verdickungen 16 und 17 mit angefrast bzw. abgefrast wer- 
den, so daS sie in einer Bodenflache der Vertiefung 24 frei- 
liegende Zugangsflachen 22, 23 bilden. 

In einem nachsten Schritt, dessen Endergebnis fur drei Alter- 
25 nativen in den Fig. 2 bis 4 gezeigt ist, wird dann ein Chip 

mit Trager 25 eingesetzt. Dieser umfafit ein IC 26 sowie einen 
Trager aus einem Tragermaterial 30 mit AuEenkontakten 33, 34 
und innenliegenden Antennenkontakten 31, 32, wobei die An- 
schlulSkontakte (nicht gezeigt) des IC 26 uber Anschlufidrahte 
30 28, 29 zu den AuSenkontakten 33, 34 gefiihrt sind. Der IC 26 

ist mitsamt Teilen seines Tragers mittels einer VerguSmasse 27 
abgedeckt . 

Beim Einsetzen des Chips mit TrSger 25 in die Ausnehmung 24 
35 der Karte wird die Anordnung mittels Schmelzkleber in der 

Offnung fixiert. Dann wird ein Lotwerkzeug auf die Antennen- 
kontakte 31, 32 aufgesetzt, so daS das in ihnen enthaltene Lot 
schmilzt und auch die darunterliegenden Verdickungen 16, 17, 
welche aus Lotmaterial gebildet sind, mit anschmelzen. Dadurch 
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wird eine durchgehende Verlotung zwischen den Chipkontakten 
20, 21 und den AuSenkontakten 33, 34 und iiber die Anschlufi- 
drShte 28, 29 zum IC 26 geschaffen- Nach dem Loten kann eine 
weitere endgiiltige Fixierung durch Aufwarmen des Schmelz- 
5 klebers geschehen. 

Die in Fig. 3 gezeigte Ausfuhrungsf orm der Erfindung unter- 
scheidet sich von der nach Fig. 2 dadurch, daS die Antennen- 
kontakte 31, 32 als Metallisierungsschichten ausgebildet sind, 

10 die auf detn Tragermatieral 3 0 auf der das IC 26 tragenden 
Flache ausgebildet sind. Bei dieser Ausfuhrungsf orm der 
Erfindung sind Bohrungen 35, 36 im Tragermaterial 30 vorge- 
sehen, so daS die Verdickungen 16, 17 bzw. der dort vorge- 
sehene Lotauftrag von aufien frei zuganglich ist. Man kann in 

15 diesera Fall durch die Bohrungen 35, 36 einen Laserstrahl zur 
Erwarmung auf den L6tauftrag 16 bzw. 17 richten, urn so eine 
Lotverbindung zwiwchen den Chipkontakten 20, 21 xind den 
Antennenkontakten 31, 32 herzustellen. 

20 Die in Fig. 4 gezeigte Variante unterscheidet sich von der 

nach Fig. 3 dadurch, daS die Bohrungen 35, 36 nicht durch die 
Antennenkontakte 31, 32 bzw. die sie bildenden Schichten hin- 
durch gefuhrt sind, sondern auf deren Ruckseite enden. Dadurch 
ist es aber immer noch moglich, die Antennenkontakte 31, 32 

25 durch aufgesetzte Werkzeuge oder aber durch Warmestrahlung 

{IR-Laser) zu erwarmen, so daS eine Lotverbindung zwischen den 
Antennenkontakten 31, 32 und den Chipkontakten 20, 21 aufge- 
baut wird. 

30 Aus obiger Beschreibung geht hervor, daS auch mehrere Merk- 
male, die in den Ausfuhrungsformen der Fig. 2 bis 4 gezeigt 
sind, miteinander kotnbiniert werden konnen, Insbesondere ist 
die Verwendung von beidseitig beschichteten Tragermaterialien 
30 m6glich. Es ist aucch mdglich, selbsttragende Metal Ikon- 

35 takteinrichtungen als Chiptrager 25 zu verwenden, wie sie an 
sich bekannt sind. 

Fig. 5 zeigt einen Querschnitt durch eine Chipkarte 1 im 
Bereich einer elektrisch leitenden Verbindungsstelle zwischen 
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einer Anschlufistelle 2 und einem Mittel 3 zur kontaktlosen 
Datenubertragung, hier einer Indukionsspule . Die Induktions- 
spule 3 ist in den Kartentrager 5, der ublicherweise aus 
Kunststoff, z.B. Polycarbonat , besteht, integriert. Im Bereich 
5 der Verbindungsstelle ist ein Abschnitt der Spule, beispiels- 
weise durch Frasen der Kartentrageroberf lache, freigelegt. Die 
eine der beiden in Fig. 5 gezeigten AnschluSstellen 2 der 
Karte zur Spule 3 ist als Metallstreif en auf dem Trager 6 des 
Moduls, z.B. einer Kunststof f olie , ausgebildet und befindet 

10 sich auSerhalb des Bereichs des TrSgers in dem der Halblei- 
terchip angeordnet ist. Die elektrisch leitende Verbindxing 
wird zwischen AnschluSstelle 2 und Induktionsspule 3 mittels 
Loten in der Kleberschicht 4 selektiv eingebrachter Lotkugeln 
8 hergestellt. Im gezeigten Fall wird der Klebstoff im Bereich 

15 der gesamten Oberf lache des Moduls aufgetragen, wobei zwischen 
Induktionsspule 3 und Anschlufistelle 2 die selektiv im Kleb- 
stoff befindlichen leit- und lotfShigen Partikel zum Liegen 
kommen . 

20 Wie erwShnt, wird als bevorzugter Klebstoff ein Heifi- oder 
Schmelzklebstof f verwendet. Bei Verwendung derartiger Kleb- 
stof fe kann die Verbindung vom Modul mit Kunststoff trager 6 
und Anschlufistelle 2 zu dem Kartenkorper 5 bei gleichzeitiger 
Herstellung der LStverbindung mittels Lotkugeln 8 zwischen 

25 Anschlufistelle 2 und Induktionsspule 3 unter Verwendung des 
weitverbreiteten Hotmelt-Verf ahrens erfolgen, wofiir ein uni- 
verseller Heiz- und Druckstempel 9 einsetzbar ist. 

Dies ist schematisch in Fig. 6 verdeutlicht , wo ein Quer- 
30 schnitt durch die Chipkarte gemaS Fig. 5 vor Verbindung von 
Modul und Kartenkorper 5 gezeigt ist. 

Der im Bereich der Kavitat fur den Modul mit Klebstoff 
beschichtete Kartenkdrper 5 mit integrierter Induktionsspule 3 
35 wird in passender Lage auf den Modul mit Trager 6 und An- 
schlufistelle 2 aufgesetzt. Nun wird mit Hilfe des Heiz- und 
Druckstempels 9 Druck und Warme zugefiihrt. Dadurch erweicht 
die Klebeschicht 4, und Modul und Kartenkorper 5 werden so 
weit zusammengedriickt , bis Spule 3, elektrisch leitende 
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Partikel 8 und Anschlufistelle 2 sich beruhren und so eine 
Lotverbindung zustandekommt . Gleichzeitig entsteht eine 
Klebeverbindung zwischen Oberflache der Kartenkorperkavitat 
und dem Modul. AnschlieSend laSt man den Klebstoff durch 
5 Erkalten ausMrten. 

Auf die beschriebene Weise konnen die Verklebung von Modul und 
Kartenkdrper und die Herstellung elektrisch leitender Verbin- 
dungen zum kontaktlosen Datenubertragungssystem in einem 
10 Schritt unter Verwendung bekannter Verfahren erfolgen. 

Der in Fig, 7 gezeigte Schnitt durch einen Hotmelt-Film weist 
eine Tragerfolie 41 auf, die mit einem HeiS- oder Schmelz- 
kleber 42 beschichtet ist. Die Schichtdicke liegt im Bereich 
15 zwischen 20 und 80 \m, wobei je nach Kartenmaterial wie ABS, 
PVC, PC Oder PET verschiedene Kleber zum Einsatz kommen. 

Der in Fig. 8 gezeigte praparierte HeiS- oder Schmelzkleber 
weist Lochungen 43 fur die Aufnahme des Chips sowie jeweils 
20 seitlich angeordnete Abschnitte 44 auf, die aus einer leit- 
fahigen Schicht oder aus leitfShigen Partikeln 416 bestehen 
bzw. diese enthalten. 

Diese Abschnitte 44 konnen beispielsweise Lochungen oder Aus- 
25 nehmungen sein, die mit Lotpaste verfullt wurden. Wie anhand 
der Fig. 8 erkennbar, ist der auf einer Tragerfolie 41 
befindliche HeiS- oder Schmelzkleber 42 konf ektioniert . Auf 
diesen blisterartigen Folienstreif en kann das mit einem Chip 
411 versehene Modul 410 (Fig. 10) befestigt werden, urn dann in 
30 einem nSchsten Arbeitsgang das derart mit Tragerfolie 41 und 
HeiS- Oder Schmelzkleber 42 versehene Modul 410 hin zur Aus- 
nehmung 412 eines Kartentragers 413 zu posit ionieren 
(Fig. 10) . 

35 Bei einem weiteren Aus fdhrungsbei spiel wurden Lotkugeln mit 

einem Durchmesser von 25 ^xm auf die HeiS- oder Schmelzkleber- 
schicht selektiv aufgebracht, so dafi in einem nachfolgenden 
Druck-Temperatur-Prozefi sowohl eine Lotverbindung , zwischen deh 
sich gegeniiberliegenden Kontaktf lichen unter Ruckgriff auf die 
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Lotkugel als auch die Klebeverbindung zwischen Modul und Kar- 
tentrSger realisiert werden kann. 

Bei detn in der Fig. 9 gezeigten HeiS- oder Schmelzkleber 42 
weist dieser eine im Innern befindliche Schicht 45 aus leit- 
fahigen Partikeln auf . In dem Falle, wenn die Konf iguration 
nach Fig. 9 verwendet wird, sind erhaben ausgebildete Kon- 
taktflachen am Modul bzw. am Kartentrager in der Lage, beim 
Druck-Temperatur-Behandlungsschritt den in den halbf Ixissigen 
Zustand ubergehenden HeiS- oder Schmelzkleber zu verdrangen, 
um so in Wirkverbindung mit den leitfahigen Partikeln der 
inneren Schicht zu t re ten, wodurch sich die gewunschte 
Kontaktierung ausbildet. 

Mit Hilfe der Fig. 10, die eine prinzipielle Schnittdarstel- 
lung durch einen KartentrSger 413 zeigt, welcher eine Ausneh- 
raung 412 auf weist, soil nun das Verfahren zur Verbindungsher- 
stellung erlSutert werden. 

Der mit der prSparierten Heifi- oder Schmelzkleberschicht 42 
versehene Modul 410, welcher einen Chip 411 umfaSt, wird z. B. 
mittels eines geeigneten Werkzeuges in die Ausnehmung 412 
positioniert . 

Kontaktfiachen 414, die mit einer Induktionsspule zur kon- 
taktlosen DatenObermittlung in Verbindung stehen, befinden 
sich auf der inneren Oberf lachenseite der Ausnehmung 412. 
Durch Ausxlbung einer Druckkraft in Pf eilrichtung sowie durch 
Temperature inwirkung erwarmt sich der HeiS- oder Schmelzkleber 
in der Schicht 42. Gleichzeitig stellen die leitfShigen 
Partikel 416, die sich in den Abschnitten 44 bzw. in der 
Schicht 55 befinden, eine elektrische Verbindung zwischen den 
Kontaktfiachen 414 und den gegenviberliegenden Kontaktf lachen 
415 des Moduls her. Mit dem Erkalten und Ausharten des Klebers 
ergibt sich sowohl eine sichere mechanische Verbindung des 
Moduls 410 in der Ausnehmung 412 des Kartentragers 413 als 
auch eine entsprechende elektrische Verbindung zwischen den 
Kontaktf lachen 414 und 415. In dem Falle, wenn beispielsweise 
LStpaste in Ausnehmungen oder Lochungen des HeiS- oder 
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Schmelzklebers 41 eingebracht wird, dient diese zur 
Realisierung der elektrischen Verbindung zwischen den sich 
gegenuberliegenden Kontaktf lichen 414 und 415. 

5 In einem weiteren Ausfiihrungsbei spiel kann bei Verwendung 
einer Lotkugel im Kleberfilm wahrend oder nach des Druck- 
Temperatur-Einwirkschrittes zusStzlich lokal Warme im Bereich 
der Kontaktf lachen 414 und/oder 415 zur Einwirkung gebracht 
werden, so dafi der gewiinschte LotprozeC vollzogen wird. 

10 

Aus den voranstehend geschilderten Ausfiihrungsbeispielen wird 
deutlich, dafi die leitfShigen Partikel oder die leitfahige 
Schicht sowohl im Innern der HeiSklebef olie befindlich sein 
kann, als auch oberf lachenseitig aufbringbar ist. Ein Fixieren 

15 einer oberf lachenseitig auf gebrachten Schicht oder von ober- 
f ISchenseitig angeordneten Partikeln kann durch kurzzeitige 
Warmebehandlung erfolgen, wodurch die entsprechenden Partikel 
am Kleber anhaften. Fur die Warmebehandlung kann beispiels- 
weise auf eine beheizte Walze, die iiber die Folie gefiihrt 

20 wird, zuruckgegrif f en werden, wobei die Walze auch gleich- 
zeitig zum Auftragen der leitfahigen Partikel nutzbar ist. 

Bei dem in der Fig. 11 gezeigten Modul umfafit dieser einen 
Chiptrager 51 sowie einen auf dem Chiptrager 51 durch Bondung 

25 befestigten Halbleiterchip 52. Der Chiptrager 51 kann vonein- 
ander isolierte bzw. strukturierte Bereiche umfassen, die mit 
entsprechenden Kontaktf lachen des Halbleiterchips 52 elek- 
trisch verbunden sind. Diese elektrische Verbindung kann durch 
Drahtbonden erzielt werden, jedoch besteht auch die Mdglich- 

30 keit, den Halbleiterchip 52 durch Ruckseitenkontakte unmit- 
telbar mit dem Chiptrager 51 elektrisch zu verbinden. 

Auf dem Chiptrager 51 ist ein zweiteiliger Versteif ungsrahmen 
53 angeordnet, der isolierte Abschnitte 54 aufweist. Die bei- 
35 den Telle des Versteif ungsrahmens 53 bilden jeweils Kontakt- 

f lachen; beim gezeigten Beispiel gemaS Fig. 11 und 12 in einem 
Seitenbereich 55 befindlich. 
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Die Seitenbereiche 55, aber auch die xibrigen Seitenf ISchen des 
Versteifungsrahmens 53 konnen Mittel zura Erzielen einer Snap- 
In-Verbindung beim Einsetzen des Moduls in einer Ausnehmung 
eines Kartentragers (Fig. 12) aufweisen. 

5 

Bei einem Ausfuhrungsbei spiel ist der Chiptrager 51 mit dem 
Versteifungsrahmen 53 als einstuckiges Teil gefertigt. Alter- 
nativ k6nnen jedoch die Teile oder Abschnitte des Verstei- 
fungsrrahmens 53 auf dem ChiptrSger 51 unter Erhalt der 

10 gewunschten elektrischen und mechanischen Verbindung durch 

Loten Oder dergleichen angeordnet werden. Die zur Einsatzseite 
zeigenden Flachen 56 des Versteifungsrahmens 53 konnen ober- 
f lachenseitig mit einem Klebemittel, insbesondere HeiSklebe- 
mittel versehen sein, so daS eine sichere mechanische Ver- 

15 bindung des Moduls erreicht wird, ohne daS von den Kontakt- 
und Gegenkontakt flachen 55; 513 zu gro&e Krafte aufgenommen 
werden miissen. 

Mit Hilfe der Fig. 12 sei das Einsetzen des Moduls mit 
20 Versteifungsrahmen nSher erlSutert. 

Eine IC-Karte 510 weist eine Ausnehmung 511 auf, die bei- 
spielsweise durch FrSsen hergestellt sein kann. Im Inneren der 
IC-Karte 510 befinden sich Leiterbahnen 512, die z.B. Teile 

25 eines induktiven Elementes zum drahtlosen Informationsaus- 
tausch sein kdnnen. Diese Leiterbahnen 512 reichen bis zur 
Ausnehmung 511 hin und besitzen eine Gegenkontaktf ISche 513 . 
Diese Gegenkontakt flSche 513 bildet beim Einsetzen des Moduls 
514 in die Ausnehmung 511 der IC-Karte 510 mit dem Verstei- 

30 fungsrahmen 53 bzw. den jeweiligen Seitenbereichen 55 einen 
Kontakt aus. 

Wie bereits zur Pig* 11 erlSutert, k6nnen die Seitenbereiche 
55 des Versteifungsrahmens 53 mit Rastnasen oder Vorspriingen 
35 versehen sein, die mit den entsprechenden Ausnehmungen im 

Bereich der Seitenf lachen der Ausnehmung 511 in der IC-Karte 
510 zusammenwirkt . Hier ist auch ein umgekehrtes Prinzip 
denkbar, d.h. es werden Vorspriinge und Rastnasen in der IC- 
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Karte 510 ausgebildet, die mit Nuten, Rillen Oder Ruckspriingen 
im Versteifungsrahmen 53 des Moduls 514 zusammenwirken. 

In dem Falle, wenn vor detn Einsetzen des Moduls 514 der 
Seitenbereich 55 zumindest im Abschnitt der Kontaktf lachen mit 
einem Lotmittel versehen wird, oder Lot- bzw. FluSmittel auf 
die Gegenkontaktf lachen 513 aufgebracht wird, kann nach dem 
Eindrucken oder Einpressen des Moduls 514 in die Ausnehmung 
511 der IC-Karte 510 zusStzlich gezielt durch Lotstempel/Warme 
auf den Versteifungsrahmen 53 aufgebracht werden, so daS im 
Bereich der Verbindung zwischen Kontaktf lachen 55 und Gegen- 
kontaktf lachen 513 eine Ldtung mdglich wird. 
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Patentanspriiche 

1. Chipkarte, umfassend 

einen Kartenkorper , eine aus diesem herausgearbeitete 
Ausnehtnung (24), einen Chip (25) mit Antennenkontakten 
(31, 32) zum AnschluS einer Antenne, eine Antennenschicht 
(11, 12) mit Antenneneinrichtungen, insbesondere einer 
Spule im Kartenkorper, welche Chipkontakte (20, 21) zum 
AnschlieSen des Chips (25) aufweist, wobei die Chipkon- 
takte (20, 21) verdickte Abschnitte (16, 17) aufweisen, 
die im Kartenkorper eingebettet und mindestens ab- 
schnittsweise beim Herausarbeiten bzw. Herausfrasen der 
Ausnehmung (24) abgetragen sind und wobei die Antennen- 
kontakte (31, 32) mit den Chipkontakten (20, 21) leitend 
verbunden sind. 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die verdickten Abschnitte (16, 17) aus (Welch-) Lot be- 

stehen. 

3. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Antennenkontakte (31, 32) mit den Chipkontakten (20, 
21) durch Lot en verbunden sind. 

4. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Chip (25) auf seiner der Antennenschicht (11, 12) 
abgewandten Seite zusatzliche Kontakte (33, 34) zum di- 
rekten AnschlieSen aufweist. 

5. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Kartenkorper mindestens zwei Deckschichten (18, 19) 
umfalSt, zwischen denen die Antennenschicht (11, 12) ein- 
laminiert ist. 
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6. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Chip (25) einen Trager (30) mit kartenauSenseitigen 
Kontaktflachen (33, 34) umfaSt, und daS die Antennenkon- 
takte (31; 32) von Durchkontaktierungsabschnitten gebildet 
sind, welche den Trager (30) durchqueren. 

7. Chipkarte nach einem der Anspruche 1-5 
dadurch gekennzeichnet, daiS 

der Chip (25) einen Trager (30) mit karteninnenseitigen 
Kontaktflachen (31, 32) umfalSt. 

8. Chipkarte nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Antennenkontakte (31, 32) direkt oder liber Offnungen 

(35; 36) von auSen zuganglich, insbesondere erwarmbar 

sind. 

9. Chipkarte nach einem der Anspruche 1-5; 
dadurch gekennzeichnet, daS 
der Chip (25) einen beidseitig beschichteten Trager 
umf aSt . 

10. Chipkarte nach einem der Anspruche 6; 7 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Trager (30) und/oder die auf ihm angebrachten Kon- 
taktflachen (33; 34) im Bereich der Chipkontakte (20, 21) 
Offnungen (35; 36) aufweisen. 

11. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, umfassend die 
Schritte 

a) auf einer Antennenschicht wird eine Antenne mit 
Chipkontakten zum AnschluS eines Chips gebildet; 

b) auf den Chipkontakten werden verdickte Abschnitte 
gebildet ; 

c) ein Kartenkorper wird derart gebildet, daJS die An- 
tennenschicht und die Chipkontakte einschlielSlich der 
verdickten Abschnitte vollstahdig von Kartenmaterial 
bedeckt sind; 
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d) eine Ausnehmung wird im Kartenkorper derart 
gebildet, daS die verdickten Abschnitte mindestens 
teilweise abgetragen und dadurch freigelegt werden; 

e) ein Chip, umfassend einen Trager mit Antennenkontak- 
ten wird die Ausnehmung eingesetzt; 

f) die Antennenkontakte werden mit den Chipkontakten 
elektrisch leitend verbunden. 



12. Verfahren nachi Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
der Schritt a) einen Atzvorgang umfafit. 



13. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

im Schritt b) Material in einem elektrochemischen Vorgang 

aufgetragen wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

im Schritt b) Material durch einen Lotvorgang aufgetragen 

wird . 



15. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Schritt c> einen Laminierungsvorgang umfafit. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

im Schritt c) die Antennenschicht zwischen mindestens zwei 

Deckschichten einlaminiert wird. 



17. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, daiS 

im Schritt d) die Ausnehmung durch Frasen gebildet wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
im Schritt e) der Chip mit Trager in der Ausnehmung 
festgeklebt wird. 
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19. Verfahren nach Anspruch 18, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

der Chip mit Trager mittels Schmelzkleber in der Ausneh- 
5 mung festgeklebt wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
im Schritt f) die Antennenkontakte mit den Chipkontakten 
10 verlotet werden. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
beim Verloten Warme mittels eines von auSen aufgesetzten 
15 Werkzeuges zugefuhrt wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
beim Verloten Warme durch Strahlung, insbesondere einen 
20 IR-Laser zugefuhrt wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
beim Verloten Warme durch mechanische Bewegung, insbe- 
25 sondere Ultraschallschwingungen zugefuhrt wird. 

24. Chipkarte (1) fur die kontaktlose und/oder kontaktbehaf - 
tete Dateniibertragung, welche einen Modul mit Halbleiter- 
chip, einen Kontaktkorper sowie Anschlufistellen (2) und 

30 wenigstens ein Mittel (3) fiir die kontaktlose Datenuber- 

tragung umfaSt, 
dadurch gekennzeichnet, 
dais die elektrisch leitende Verbindung zwischen Anschlufi- 
stellen (2) und dem Mittel (3) fur die kontaktlose Daten- 
35 ubertragung mittels Loten hergestellt ist. 



25. Chipkarte nach Anspruch 24, 

dadurch gekennzeichnet. 



wo 97/34247 PCT/EP97/01256 

34 

daS das Mittel (3) fur die kontaktlose Dateniibertragung 
eine Induktionsspule ist. 

26. Chipkarte nach einem der Anspruche 24 oder 25, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS das Mittel (3) fiir die kontaktlose Dateniibertragung 
im Bereich des Kartenkorpers (5) angeordnet, 
beispielsweise auf diesen aufgedruckt oder aufgeklebt oder 
in diesen integriert ist. 

27. Chipkarte nach einem der Anspruche 24 bis 26, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die AnschluSstellen (2) erhaben auf einer Oberflache 
eines Tragers (6), welcher den Halbleiterchip und die 
Kontaktf lachen fur die kontaktbehaf tete Dateniibertragung 
tragt, angeordnet sind. 

28. Chipkarte nach Anspruch 27, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die AnschluSstellen (2) auf der Oberflache des 
Tragers (6) angeordnet sind, welche den Halbleiterchip 
tragt . 

29. Chipkarte nach Anspruch 27 oder 28, 
dadurch gekennzeichnet, 
da& die AnschluSstellen (2) aus Metall bestehen. 

30. Chipkarte nach einem der Anspruche 27 bis 29, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Anschlul^stellen (2) 1 bis 20 /im uber die Ober- 
flache des Tragers (6) vorstehen. 

31. Chipkarte nach einem der Anspruche 24 bis 30, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS fiir die Verbindung ein Heifi- oder Schmelzklebstof f 
(4) , insbesondere ein Klebstoff auf Phenolharz-Basis 
eingesetzt ist, welchem im Bereich der AnschluBstelle (2) 
elektrisch leit- und lotfShige Partikel (8) beigemengt 
sind oder diese auf die Klebstoff schicht aufgebracht sind. 
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32. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte nach einem der 
Anspriiche 24 bis 31, 
dadurch gekennzeichnet, 
5 daS ein Klebstoff (4) im wesentlichen im Bereich der 

gesamten Oberflache des Chipkartenmoduls , der in den 
Kartenkorper (5) , welche das Mittel (3) fiir die kontakt- 
lose Dateniibertragung tragt, implantiert werden soli, 
aufgetragen wird, wobei leit- und lotfahige Partikel (8), 
10 die selektiv im Klebstoff (4) ein- oder aufgebracht sind, 

im Bereich der AnschluSstellen (2) positioniert werden. 

33- Verfahren nach Anspruch 32, 

dadurch gekennzeichnet, 
15 die Verbindung von AnschluSstellen (2) und Mittel (3) fiir 

die kontaktlose Dateniibertragung sowie von Kartenkorper 
(5) und Trager (6) , welcher einen Halbleiterchip und 
Kontaktf lachen fur die kontaktbehaf tete Dateniibertragung 
tragt, durch einen einzigen geTneinsamen Druck-Temperatur- 
20 Einwirkungsschritt erfolgt. 

34. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen und mechani- 
schen Verbindung eines in einer Ausnehmung eines Karten- 
tragers einer Chipkarte eingesetzten Moduls unter Ver- 
25 wendung eines Heifi- oder Schmelzklebers, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
die auf einem f olienartigen Trager befindliche, 
nicht leitende HeiS- oder Schmelzkleberschicht im Bereich 
auszubildender elektrischer Kontakte zwischen Modul und 
30 Kartentrager mit einer zusatzlichen leitfahigen Schicht 

oder leitfahigen Partikeln versehen ist, 

anschliefiend die so vorbereitete HeiS- oder Schmelz- 
kleberschicht am Modul oder in der Ausnehmung des Karten- 
tragers fixiert wird, wobei die mit der zusStzlichen 
35 leitfahigen Schicht oder den leitfahigen Partikeln ver- 

sehenen Abschnitte sich zwischen den Kontaktf lachen des 
Moduls und der Ausnehmung des Kartentragers befindet und 

weiterhin in einem einzigen Druck-Temperatur-Einwir- 
kungsschritt sowohl die mechanische Verbindung zwischen 
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Modul und Kartentrager als auch die elektrische Kontak- 
tierung realisiert wird. 

35. Verfahren nach Anspruch 34, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
je nach gegebenem Material des Kartentragers und des Mo- 
duls geeignete HeiS- oder Schmelzkleber ausgewahlt und 
diese hinsichtlich ihrer Schichtdicke und Auswahl der 
leitfahigen Partikel fiir den jeweiligen Einsatzfall indi- 
viduell prapariert werden. 

36. Verfahren nach Anspruch 34 oder 35, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die leitfahigen Partikel oder die leitfahige Schicht 
mittels Dispenser, Walze oder Stempel lokal, gegebenen- 
falls mittels einer Maske aufgebracht werden, wobei durch 
gleichzeitige oder anschliefiende kurzzeitige Warmebehand- 
lung die Partikel oder die Schichtbestandteile mit der 
Kleberschicht haftend verbunden werden. 



37. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

als leitfahige Partikel Lotkugeln eingesetzt werden. 

38. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

in die HeiS- oder Schmelzkleberschicht Ausnehmungen oder 
Lochungen eingebracht werden, welche mit leitfahigen Par- 
tikeln verfvillt sind. 



39. Verfahren nach Anspruch 38, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
als leitfahige Partikel Lotpaste eingesetzt wird. 

40. • Verbindungsmittel zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der Anspruche 34 bis 39, 

gekennzeichnet durch 
ein auf einer Tragerfolie (41) befindliche nicht leitende 
HeiS- Oder Schmelzkleberschicht (42) , welche im Bereich 



10 
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herzustellender elektrischer Kontakte Abschnitte (44) mit 
leitfahigen Partikeln (416) oder eine leitfahige Schicht 
aufweist . 

41. Verbindungsmittel nach Anspruch 40, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Abschnitte (44) aus mit Lotpaste oder HeiSkleber ver- 
fvillten Ausnehmungen oder Lochungen der HeiS- oder 
Schmelzkleberf olie bestehen. 



42. Verbindungsmittel nach Anspruch 40, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

sich die leitfahigen Abschnitte (44; 45) im Innern einer 
bei Temperatur- und Druckeinwirkung verdrangbaren HeiE- 
15 oder Schmelzkleberschicht befinden. 

43. Verbindungsmittel nach Anspruch 40, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Verbindung mittels vorab auf gebrachtem, gewalztem 
20 Lotdraht realisiert ist. 



44. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei ein auf 
einem Modul befindlicher Halbleiterchip in einer Ausneh- 
mung eines Kartentragers unter Erhalt einer elektrischen 

25 und mechanischen Verbindung eingesetzt wird, 

dadurch gekennzeichnet , 
daS der in die Kartenausnehinung zu implantierende Modul 
zur Einsatzseite hin mit einem leitfahigen Versteif ungs- 
rahmen mit Kontaktf lachen versehen wird, wobei diese 

30 Kontaktf lachen mit in der Ausnehmung des Kartentragers 

befindlichen Gegenkontaktf lachen elektrisch verbunden 
v^erden. 

45. Verfahren nach Anspruch 44, 

35 dadurch gekennzeichnet , 

dafi die Verbindung zwischen Kontaktf lachen des Rahmens 
und Gegenkontaktf lachen der Ausnehmung stoff-, kraft* 
und/oder f ormschlussig erfolgt. 
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46. Verfahren nach Anspruch 45, 
dadurch gekennzeichnet , 

daS der mit dem Versteif ungsrahmen vesehene Modul in die 
Kartenausnehmung zum Erhalt der mechanischen Verbindung 
5 sowie der elektrischen Kontaktierung eingepreSt wird. 

47. Verbindungsanordnung zur Herstellung einer Chipkarte, 
bestehend aus einem Modul mit einem Halbleiterchip sowie 
einem Kartentrager mit Ausnehmung zur Aufnahme des Moduls, 

10 dadurch gekennzeichnet , 

daS auf der Einsatzseite des Moduls (514) ein leitfahiger, 
voneinander isolierte Abschnitte aufweisender Verstei- 
f ungsrahmen (53) ausgebildet ist, welcher mit Anschliissen 
des Halbleiterchips (52) elektrisch verbunden ist, wobei 

15 der Versteif ungsrahmen (53) Kontaktf lachen (55) aufweist, 

und 

daS in der Ausnehmung (511) des Kartentragers (510) 
Gegenkontaktf lachen (513) eingeformt sind, wobei beim 
Einsetzen des Moduls (414) die Kontakt- und Gegenkontakt- 
20 f lachen (55; 513) in Pressitz zueinander gelangen und/oder 

stof f schliissig und/oder formschlussig verbunden sind. 

48. Verbindungsanordnung nach Anspruch 47, 

dadurch gekennzeichnet , 
25 daS der Versteif ungsrahmen (53) auSenrandseitig des Moduls 

(514) angeordnet ist und eine im wesent lichen quadrat ische 
Oder rechteckige Form aufweist. 

49. Verbindungsanordnung nach Anspruch 47 oder 48, 
30 dadurch gekennzeichnet , 

daS der Versteif ungsrahmen (53) seitliche Vorspriinge oder 
Rastnasen aufweist, die mit an Seitenwanden der Ausnehmung 
(511) befindlichen Rucksprungen oder Nuten zusammenwirken • 

35 50, Verbindungsanordnung nach einem der Anspr\iche 47 bis 49, 
dadurch gekennzeichnet , 

daiS die Gegenkontaktf lichen (513) in den Seitenf ISchen 
der Ausnehmung (511) befindlich sind und Vorsprunge oder 
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Rastnasen aufweisen, die mit korrespondierenden Ausneh- 

mungen itn Versteif ungsrahmen (33) zusammenwirken. 

51, Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 47 bis 49, 
dadurch gekennzeichnet , 
daS der Versteif ungsrahmen (53) integral tnit einem Chip- 
trager (51) ausgebildet ist, wobei die voneinander iso- 
lierten Kontaktf lachen des Verbindungsrahmens (53) mit 
jeweiligen Chipkontakten oder Bondf lachen in Verbindung 
stehen. 
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